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5、研发模式
公司是从事集成电路封装测试设备开发与生产的高新技术企业， 公司

主要采用自主研发的模式。 公司研发人员主要分为机械类、电气类、软件及
算法类、工艺类等多个方向，研发工作按具体研发项目细分为不同项目小组
分别进行。

公司对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了严格规定。 研发项目
完成立项、审批程序后，形成技术方案；不同研发小组根据技术方案分别进
行新产品相关模块的设计，并根据设计完成新产品制造，通过阶段性测试与
质量部的综合测试之后，进行试生产验证。 在实际生产环境测试中，研发小
组成员会根据反馈持续完善产品性能，直至新产品正式定型，并投入量产。

（四）发行人所需主要原材料和能源
1、主要原材料
公司属于集成电路专用设备制造业企业，采购的原材料较多，报告期内

涉及不同种类、不同规格的原材料高达上万种。 公司建立了完善的采购管理
制度，对原材料进行分类登记管理。 公司的主要原材料分为电器类、机械类、
钣金类、传动类、控制类和其他类，具体情况如下：

类别 原材料
电器类 传感器、电机、驱动器、泵、电器元件、电线、接插件、除静电品等
机械类 管道、轴承、机加工件、真空发生器、吸头、密封品等
钣金类 盖板、支架、机罩、隔热板、保温板、硅胶板等
传动类 导轨、丝杠、同步带、同步轮、拖链等
控制类 气动元件、PCB 板、电阻、二极管等
其他类 生产辅料、包装、工具箱、外协加工等

主要原材料的采购金额和占比列示如下：
单位：万元

采购大类
2022年 1-6 月 2021年度 2020年度 2019年度

金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
电器类 3, 050.88 25.33% 10, 710.53 39.95% 4, 040.94 48.28% 1, 732.77 42.93%
机械类 1, 989.60 16.52% 7, 917.02 29.53% 2, 131.16 25.46% 681.06 16.87%
钣金类 323.03 2.68% 1, 804.14 6.73% 656.00 7.84% 424.85 10.53%
传动类 627.20 5.21% 2, 410.62 8.99% 515.43 6.16% 578.22 14.33%
控制类 790.71 6.56% 2, 618.28 9.77% 809.88 9.68% 465.20 11.53%
其他类 5, 265.05 43.71% 1, 352.22 5.04% 217.13 2.59% 153.99 3.82%
总计 12, 046.47 100.00% 26, 812.81 100.00% 8, 370.53 100.00% 4, 036.09 100.00%

报告期内，发行人各类原材料占采购总额比例存在一定波动，主要系当
年采购计划、产品种类结构等因素引起的。 2022 年 1-6 月，公司采购其他类
占比上升主要系公司为提高整体生产效率及加快资金周转， 加大了委外生
产组装的规模，将部分基础机型机台所需的原材料、标准零部件交由外协厂
直接采购，自行生产所需采购的相关原材料单价相对较高。

2、主要能源
公司经营生产的主要能源为电能。 报告期内，公司电力采购的金额（不

含税）及用电量如下：

名称

2022年 1-6 月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 用电量 金额 用电量 金额 用电量 金额 用电量

（万元） （万千瓦
时） （万元） （万千瓦

时） （万元） （万千瓦
时） （万元） （万千瓦

时）
电费 90.07 103.47 167.90 192.56 95.56 100.40 76.18 76.73

（五）发行人行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
1、行业竞争情况
由于我国半导体测试设备作为半导体生产支撑行业起步较晚， 国内半

导体测试设备市场份额主要由进口产品占据。 公司已掌握测试设备中测试
分选机相关的核心技术，是国内自主研发、生产集成电路测试分选机的企业
之一。 对于测试分选机企业来说，分选的高效率、高稳定性、高精度、模拟真
实运行环境的能力， 以及与测试机的良好配套， 满足多样化产品的不同需
求，良好的服务能力是企业的核心竞争力。 目前，全球集成电路测试分选机
行业内的主要企业有美国科休（Cohu）、日本爱普生（Epson）、日本爱德万
（Advantest）、台湾鸿劲、长川科技。

2、发行人在行业中的竞争地位
相对于国内外行业中的同类测试分选机， 公司产品的软件定制化程度

高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产
出）、Jam�rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标也达到同类产品的
国际先进水平。 通过承担“02 专项”，公司产品得到长电科技、通富微电等大
型集成电路封测企业的认可。 随着公司持续深入的研发和产品的不断升级，
产品性能将进一步提升，产品类型和客户群体也将进一步扩充，公司市场占
有率将继续提高。

五、发行人主要固定资产和无形资产
（一）主要固定资产情况
1、基本情况
截至报告期末，公司固定资产总体情况如下：

单位：万元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率

机器设备 584.15 310.16 - 273.99 46.90%
运输工具 181.70 131.58 - 50.11 27.58%

电子设备及其他 754.37 187.51 - 566.85 75.14%
合计 1, 520.21 629.25 - 890.96 58.61%

公司自身涉及生产环节主要体现在部分零部件的生产加工、 整机定制
方案设计、软件的安装、整机装配和调试等步骤；发行人生产主要用到机器
设备的环节是部分零部件加工和整机装配环节。

2、主要生产设备情况
截至报告期末，公司的主要生产设备情况如下：

单位：万元
序号 设备类型 账面原值 账面价值 成新率 使用情况
1 数控加工中心 362.82 177.89 49.03% 正常使用
2 精密铣床 8.06 4.33 53.74% 正常使用
3 全自动磨床 10.44 7.88 75.44% 正常使用
4 线切割机床 9.49 5.44 57.34% 正常使用
5 精度校准设备 71.86 40.88 56.89% 正常使用

公司的生产设备主要用于对部分零部件的加工和整机装配， 使得零部
件的工艺要求及精度达到公司使用标准， 将测试分选机装配并按照客户要
求调试至最佳性能状态。

（二）主要无形资产
1、土地使用权
截至本招股说明书摘要签署日，发行人拥有以下土地使用权：

序号 所有权人 权属证书 土地使用面积
（m2） 位置 使用期

限 用途 权利性
质

1 江苏金海通半导
体设备有限公司

苏（2021）南通开发
区不动产权第
0023900 号

15, 174.52 南通市光电一路东、复
兴东路南、齐心路西

2071/8/
26 工业 出让

2、专利
截至报告期末，发行人的专利权如下列示：

序号 专利名称 专利号 专利类型 取得方式 专利权人 申请日
1 一种给气浮动机构 ZL201511015443.9 发明 原始取得 金海通 2015/12/30
2 一种产品输送装置 ZL201511029732.4 发明 原始取得 金海通 2015/12/30

3 一种可扩展式模块化并行芯
片输送装置 ZL201611160832.5 发明 原始取得 金海通 2016/12/15

4 一种浮动机构、料盘浮动检查
设备及料盘传送系统 ZL202011093650.7 发明 原始取得 金海通 2020/10/14

5 一种测试设备的温控装置及
温控方法 ZL202011087413.X 发明 原始取得 金海通 2020/10/13

6 一种光源调节传动装置 ZL202110227290.3 发明 原始取得 金海通 2021/3/2

7 一种电子元件的高低温测试
装置及其测试方法 ZL202110227322.X 发明 原始取得 金海通 2021/3/2

8 一种高低温液体输送随动伸
缩缸体装置 ZL202110263958.X 发明 原始取得 金海通 2021/3/11

9 适用不同使用温度、压力多级
调整的二级浮动吸头装置 ZL202110392612.X 发明 原始取得 金海通 2021/4/13

10 一种高精度对准可随动自适
应浮动吸头 ZL202110537547.5 发明 原始取得 金海通 2021/5/18

11 IC接收料装置 ZL202110562733.4 发明 原始取得 金海通 2021/5/24

12 一种自调节封堵门检测芯片
平整的装置 ZL202111625304.3 发明 原始取得 金海通 2021/12/29

13 一种线束滑环结构、旋转盘地
线滑环装置及旋转盘设备 ZL202011035452.5 发明 原始取得 金海通 2020/9/27

14 光学检测装置 ZL201010550699.0 发明 继受取得 上海澜博 2010/11/19
15 一种机械手结构 ZL201420638164.2 实用新型 原始取得 金海通 2014/10/29
16 一种模块化自动上下料系统 ZL201420638089.X 实用新型 原始取得 金海通 2014/10/29
17 一种浮动吸头结构 ZL201420638162.3 实用新型 原始取得 金海通 2014/10/29
18 一种多工位物料分选机 ZL201420638141.1 实用新型 原始取得 金海通 2014/10/29
19 一种测试料盘定位装置 ZL201420659494.X 实用新型 原始取得 金海通 2014/11/6
20 一种真空抓取产品装置 ZL201521141521.5 实用新型 原始取得 金海通 2015/12/30
21 一种溢料检测结构 ZL201521141523.4 实用新型 原始取得 金海通 2015/12/30
22 一种紧凑型避让装置 ZL201621377529.6 实用新型 原始取得 金海通 2016/12/15
23 一种抓取式取放料盘机械手 ZL201621377527.7 实用新型 原始取得 金海通 2016/12/15

24 一种新型可扩展式模块化并
行芯片输送装置 ZL201621378413.4 实用新型 原始取得 金海通 2016/12/15

25 一种 TRAY 盘的入盘分盘和
出盘叠盘一体的装置 ZL201721864835.7 实用新型 原始取得 金海通 2017/12/27

26 一种彩色托盘检测装置 ZL201721864833.8 实用新型 原始取得 金海通 2017/12/27

27 一种真空抓取片式产品浮动
吸盘机构 ZL201721864796.0 实用新型 原始取得 金海通 2017/12/27

28 一种检测避让装置 ZL201820206025.0 实用新型 原始取得 金海通 2018/2/6

29
取放式测试分选设备的图形
用户界面（J HT�Exceed 系

列）
ZL201830059137.3 外观设计 原始取得 金海通 2018/2/7

30 一种转接板吹风加热装置 ZL201820452877.8 实用新型 原始取得 金海通 2018/4/2

31 一种取放机构及电子元件测
试分选机 ZL202021323910.0 实用新型 原始取得 金海通 2020/7/8

32 一种移载机构及电子元件测
试分选机 ZL202021324962.X 实用新型 原始取得 金海通 2020/7/8

33 一种可配置 I0 扩展电路 ZL202021670149.8 实用新型 原始取得 金海通 2020/8/12
34 一种 Bin 分类显示电路 ZL202021671623.9 实用新型 原始取得 金海通 2020/8/12
35 高低温关节式流道装置 ZL202120098754.0 实用新型 原始取得 金海通 2021/1/14
36 制冷机组（风冷型） ZL202130147577.6 外观设计 原始取得 金海通 2021/3/18
37 制冷机组（水冷型） ZL202130147574.2 外观设计 原始取得 金海通 2021/3/18
38 液冷制冷系统（15P） ZL202130147404.4 外观设计 原始取得 金海通 2021/3/18

39 芯片测试分选机（单工位三温
取放式） ZL202130164398.3 外观设计 原始取得 金海通 2021/3/25

40 卷带包装机 ZL201620845511.8 实用新型 继受取得 上海澜博 2016/8/5
41 PoGoPIN使用寿命检测设备 ZL201620844625.0 实用新型 继受取得 上海澜博 2016/8/5
42 一种半导体测试头结构 ZL202121609555.8 实用新型 原始取得 金海通 2021/7/15

43 上下料运送小车线缆运动固
定装置 ZL202121279423.3 实用新型 原始取得 金海通 2021/6/8

44 制冷机组（水冷型） ZL202121839470.9 实用新型 原始取得 金海通 2021/8/6

3、商标
截至报告期末，发行人的商标如下列示：

4、软件著作权
截至报告期末，发行人的软件著作权如下列示：

序号 软件名称 登记号 取得方式 著作权人 开发完成日

1 金海通取放式测试分选设备控制
软件 V1.0 2014SR119438 原始取得 金海通 2014/1/16

2 金海通液冷式制冷设备控制软件
V1.0 2020SR0923446 原始取得 金海通 2017/10/16

3 金海通桌面式单工位分选机控制
软件 V1.0 2020SR1046001 原始取得 金海通 2020/6/18

4 金海通 SLT 系统级测试分选机
设备控制软件 V1.0 2021SR1010865 原始取得 金海通 2020/11/30

5 金海通 Tube 系统级测试分选机
设备控制软件 V1.0 2021SR1010866 原始取得 金海通 2020/11/30

6 3/O三光机控制软件 V1.0 2018SR177847 继受取得 上海澜博 2009/12/7
7 澜博测线设备控制软件 V1.0 2019SR0552031 原始取得 上海澜博 2016/8/3

8 澜博 PCB 板检测设备控制软件
V1.0 2019SR0552043 原始取得 上海澜博 2016/8/3

9 澜博自动焊锡设备控制软件 V1.
0 2017SR728385 原始取得 上海澜博 2017/10/16

10 上下料机构设计检测系统 V1.0 2019SR0555844 原始取得 上海澜博 2018/5/9

11 高温 16T 位浮动头检测分析软
件 V1.0 2019SR0555682 原始取得 上海澜博 2018/11/28

12 澜博三维光学检查设备控制软件
V1.0 2019SR0552022 原始取得 上海澜博 2018/11/30

13 澜博老化板插拔机设备控制软件
V1.0 2019SR0552016 原始取得 上海澜博 2018/12/30

（三）资产租赁情况
截至报告期末，公司租赁房屋的主要情况如下：

序
号 出租方 承租方 租赁地点 面积

（㎡） 期限 租赁用
途

是否取得房
屋产权证

1
天津凯发
电气股份
有限公司

金海通 天津华苑产业区物
华道 8 号 A106 74.10 2021.12.19

-2022.12.18 办公 是

2
天津凯发
电气股份
有限公司

天津澜
芯

天津华苑产业区物
华道 8 号 A102 424.76 2022.1.16

-2023.1.15 办公 是

3
上海新朋
实业股份
有限公司

上海澜
博

上海市青浦区华新
镇华隆路 1698 号 1
幢 206 室、2 幢 3 号

C16
1, 016.40

2020.9.1
-2022.6.30
【注】

生产 是

4
上海新朋
实业股份
有限公司

金海通
上海市青浦区华新
镇嘉松中路 2188 号

1 号厂房
13, 987.60 2022.03.12-

2025.03.11
生产、办

公 是

注：到期后，上海澜博已搬迁至上海市青浦区华新镇嘉松中路 2188 号。
（四）拥有的特许经营权情况
截至报告期末，公司不存在拥有特许经营权的情况。
（五）拥有的资质情况
截至报告期末，公司拥有的资质情况列示如下：

序号 公司名称 资质名称 资质编号 核发日期 有效期

1 金海通 对外贸易经营者备案登
记 03810856 2021.1.6 长期有效

2 金海通 海关进出口货物收发货
人备案回执

海关注册编号
120436101A/检验检疫备

案号 1200618788
2021.1.6 长期有效

3 上海澜博 对外贸易经营者备案登
记 04077092 2021.1.27 长期有效

4 上海澜博 海关进出口货物收发货
人备案回执

海关注册编号
31119695WL/检验检疫备

案号 3100699586
2021.1.25 长期有效

5 金海通 CE认证（欧盟《技术协
调与标准化新方法》）

MD-19-10-11 2019.10.16 2024.10.16
MD-19-11-8、
MD-19-11-9、
MD-19-11-10

2019.11.7 2024.11.7

6 金海通 CE认证
MD-21-12-5、
MD-21-12-6、
MD-21-12-7

2021.12.06 2026.12.06

六、同业竞争与关联关系
（一）控股股东、实际控制人与公司同业竞争情况
截至本招股说明书摘要签署日，控股股东、实际控制人崔学峰、龙波除持有

公司股权外，未有其他与公司构成同业竞争关系的对外投资。
除发行人及其子公司之外，发行人控股股东、实际控制人崔学峰无其他控

制企业；龙波控制的其他企业仅有天津博芯，天津博芯系发行人的员工持股平
台，除直接持有发行人股份外，未实际经营任何业务，龙波担任其执行事务合伙
人。

（二）避免同业竞争的承诺
为避免在未来可能出现同业竞争，发行人控股股东、实际控制人崔学峰、龙

波出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体如下：
1、截至本承诺函出具之日，本人单独控制的或与他人共同控制的其他企业

或经济组织（公司及其现有的或将来新增的子公司除外，下同）未以任何方式直
接或间接从事与公司相竞争的业务，未直接或间接拥有与公司存在竞争关系的
企业或经济组织的股份、股权或其他权益。

2、 本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构
成竞争的业务及活动；或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济
组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。

3、本人在日后的投资业务活动中，不利用所处地位开展任何损害公司及公
司股东利益的活动； 不以任何方式直接或间接从事与公司相竞争的任何业务；
不向与公司所从事业务构成竞争的其他经济实体、机构、经济组织及个人提供
销售渠道、客户信息等商业秘密。

4、本人如违反上述任何承诺，将赔偿公司及公司其他股东因此遭受的全部
经济损失。

本人保证本承诺函是本人的真实意思表示。如出现因本人违反上述承诺而
导致公司或公司其他中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔
偿责任。

本承诺函自本人签署之日起生效，并在本人作为公司实际控制人期间持续
有效且不可撤销。

（三）关联方与关联关系
根据《公司法》、《企业会计准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法

律、法规及规范性文件的有关规定，截至本招股说明书摘要签署日，发行人的关
联方及其关联关系如下：

1、关联自然人
（1）发行人的实际控制人
序号 关联方姓名 关联关系
1 崔学峰 直接持有发行人 18.91%的股份，与龙波为一致行动人

2 龙波
直接持有发行人 11.88%的股份，通过天津博芯间接持有发行人 0.01%的股份，合计持有
发行人 11.89%的股份。 通过直接投资、担任天津博芯执行事务合伙人控制发行人 12.68%
的表决权，与崔学峰为一致行动人

（2）其它直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人
序号 关联方姓名 关联关系

1 高巧珍 直接持有发行人 5.28%的股份，并通过南通华泓及其控股股东华达微电子间接持有发行
人 0.11%的股份，合计持有发行人 5.38%的股份

2 陈佳宇 直接持有发行人 5.24%的股份
3 李旭东 通过旭诺投资间接持有发行人 8.24%的股份

（3）发行人的董事、监事、高级管理人员
关联关系 姓名

发行人董事 崔学峰、龙波、仇葳、黄文强、冯思诚、吴华、孙晓伟、李治国、蒋守雷
发行人监事 宋会江、刘善霞、汪成

发行人高级管理人员 崔学峰、龙波、刘海龙、谢中泉、黄洁

（4）其他关联自然人
发行人的其他关联自然人包括与上述关联自然人关系密切的家庭成员。关

系密切的家庭成员包括配偶、 年满 18 周岁的子女及其配偶、 父母及配偶的父
母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

2、关联法人或其他组织
（1）持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织
序号 关联方名称 关联关系
1 旭诺投资 直接持有发行人 11.93%的股份
2 南通华泓 直接持有发行人 8.80%的股份
3 上海金浦 直接持有发行人 8.80%的股份
4 南京金浦 直接持有发行人 6.60%的股份

（2）发行人实际控制人控制的其他企业
序号 关联方名称 关联关系
1 天津博芯 发行人实际控制人龙波担任执行事务合伙人

（3）发行人的子公司
序号 关联方名称 关联关系
1 上海澜博 发行人境内控股子公司，发行人持有其 100%的股权
2 天津澜芯 发行人境内控股子公司，发行人持有其 100%的股权
3 江苏金海通 发行人境内控股子公司，发行人持有其 100%的股权
4 香港金海通 发行人境外控股子公司，发行人持有其 100%的股权
5 新加坡金海通 发行人境外控股子公司，发行人持有其 100%的股权
6 马来西亚金海通 发行人通过香港金海通间接持有其 100%的股权

（4）其它关联法人或其他组织
由上述关联法人或其他组织、关联自然人直接或者间接控制的，或者由前

述关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织情况如下：
序号 关联方名称 关联关系

1 银川威力传动技术股份有限公司 发行人实际控制人崔学峰之配偶担任董事会秘书、副总经
理

2 无锡佳欣电子产品有限公司 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇担任董事，其配偶
担任董事长、总经理，其母亲担任董事

3 无锡市欣霖浩信息咨询服务有限公司 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇持有
100%的股权，并担任执行董事、总经理

4 南通东华天源投资管理合伙企业
（有限合伙） 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇持有 30%的份额

5 无锡市佳欣塑料制品有限责任公司 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇及其父亲共同持
有 100%的股权，其配偶担任执行董事、总经理

6 常州博物电子科技有限公司 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇之配偶持有 20%
的股权，并担任执行董事

7 惠山区洛社镇隽永模具加工厂 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇之母亲担任负责
人

8 无锡永乐天阁茶业有限公司 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇之配偶持有 30%
的股权

9 诸暨泉德智能科技合伙企业
（有限合伙） 发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇持有 50%的份额

10 上海旭诺资产管理有限公司 发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东持有 100%的
股权，并担任执行董事、总经理

11 云财富期货有限公司 发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东通过上海旭
诺资产管理有限公司间接控制

12 上海视圣智能科技有限公司 发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东持有 54%的
股权

13 共青城旭诺智科股权投资合伙企业（有限合伙）
发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上的自然
人股东李旭东持有该企业 64%的财产份额

14 河南金字塔网络科技有限公司 发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东之妹持有
80%的股权，并担任执行董事、总经理

15 中州旭诺二号（舟山）股权投资合伙企业（有限合
伙）

发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东直接持有 49.50%的份额

16 海南云期进出口贸易有限公司 发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东之妹持有
100%的股权，并担任执行董事、总经理

17 共青城旭诺智科六号股权投资合伙企业（有限合
伙）

发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东之母亲持有 49%的份额

18 共青城旭诺智科五号股权投资合伙企业（有限合
伙）

发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任该企业执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上
的自然人股东李旭东持有 52.33%的份额

19 中州旭诺（舟山）股权投资合伙企业（有限合伙）
发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东持有 85.05%的份额

20 共青城旭诺紫光股权投资合伙企业（有限合伙）
发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东持有 15.67%的份额

21 共青城旭诺智科二号股权投资合伙企业（有限合
伙）

发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东持有 69.00%的份额

22 共青城旭诺鸿股权投资合伙企业
（有限合伙）

发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东持有 80.00%的份额

23 共青城旭诺智科三号股权投资合伙企业（有限合
伙）

发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东之母亲持有 49%的份额

24 共青城旭诺智科七号股权投资合伙企业（有限合
伙）

发行人持股 5%以上法人股东旭诺投资持有 1%的份额，
并担任执行事务合伙人，发行人间接持股 5%以上自然人
股东李旭东持有 24%的份额

25 宁波梅山保税港区鸿道致鑫投资管理合伙企业
（有限合伙）

发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东之母亲持有
36.19%的份额

26 海宁华威金能创业投资合伙企业
（有限合伙）

发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东之母亲持有
32.67%的份额

27 宁波梅山保税港区馨瑞佳泰股权投资合伙企业
（有限合伙）

发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东之母亲持有
40.00%的份额

28 上海钦科企业管理合伙企业
（有限合伙）

发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东之母亲持有
70.00%的份额

29 上海追马企业管理咨询中心 发行人独立董事孙晓伟之配偶持有 100%的股权
30 铁将军汽车电子股份有限公司 发行人独立董事李治国担任独立董事
31 麦特汽车服务股份有限公司 发行人独立董事李治国担任独立董事
32 浙江太美医疗科技股份有限公司 发行人独立董事李治国担任独立董事
33 江苏通达动力科技股份有限公司 发行人独立董事李治国担任独立董事
34 上海新阳半导体材料股份有限公司 发行人独立董事蒋守雷担任独立董事
35 普冉半导体（上海）股份有限公司 发行人独立董事蒋守雷担任独立董事
36 上海安路信息科技股份有限公司 发行人独立董事蒋守雷担任独立董事
37 上海海欣集团股份有限公司 发行人独立董事蒋守雷担任独立董事

38 上海华越微电子有限责任公司 发行人独立董事蒋守雷担任董事长，于 2006 年 2 月被吊
销

39 上海易销科技股份有限公司 发行人董事黄文强担任董事
40 上海御渡半导体科技有限公司 发行人董事吴华担任董事

41 南通鑫众邦半导体科技合伙企业
（有限合伙）

发行人董事吴华持有 99%的份额， 并担任执行事务合伙
人

42 南通鑫恒捷半导体科技合伙企业
（有限合伙）

发行人董事吴华持有 99%的份额， 并担任执行事务合伙
人

43 南通市协同创新半导体科技有限公司 发行人董事吴华担任总经理、执行董事
44 鑫益邦半导体（江苏）有限公司 发行人董事吴华担任执行董事

45 南通华优商务咨询有限公司 发行人董事吴华之配偶持有 100%的股权，并担任执行董
事

46 南通金益泰信息科技有限公司 发行人董事吴华之母亲持有 95.00%的股权， 并担任执行
董事

47 南通金测信息科技合伙企业
（有限合伙）

发行人董事吴华之母亲通过南通金益泰信息科技有限公
司间接控制

48 南通藏鳌网络科技有限公司 发行人董事吴华之母亲持有 50%的股权
49 金浦新潮投资管理（上海）有限公司 发行人董事冯思诚担任董事、总经理
50 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 发行人董事冯思诚担任董事
51 北京爱酷游科技股份有限公司 发行人董事冯思诚担任董事
52 杭州瑞盟科技股份有限公司 发行人董事冯思诚担任董事

53 江阴明新企业管理咨询有限公司 发行人董事冯思诚之父亲持有 70%的股权， 并担任总经
理、执行董事，于 2022 年 7 月注销

54 上海金琦捷投资合伙企业
（普通合伙） 发行人副总经理、董事会秘书刘海龙持有 47.54%的份额

55 合肥日日新心理咨询有限公司 发行人财务总监黄洁之兄及其配偶共同持有 100%的股
权，且其配偶担任执行董事、总经理

（5）根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系的法人或其他
组织

序号 关联方名称 关联关系
1 南通华达微电子集团股份有限公司 发行人持股 5%以上法人股东南通华泓之控股股东

2 通富微电子股份有限公司 发行人持股 5%以上法人股东南通华泓之控股股东华达
微电子控制的企业

3 南通通富微电子有限公司 通富微电子股份有限公司的控股子公司
4 合肥通富微电子有限公司 通富微电子股份有限公司的控股子公司
5 苏州通富超微半导体有限公司 通富微电子股份有限公司的控股子公司

6 TF�AMD�MICROELECTRONICS�(PENANG)�
SDN.BHD. 通富微电子股份有限公司的控股子公司

7 通富通科（南通）微电子有限公司 通富微电子股份有限公司的控股子公司

8 上海新朋实业股份有限公司 发行人股东上海金浦、南京金浦、上海汇付均是上海新朋
实业股份有限公司参与设立的投资基金

3、曾经的关联方
报告期初截至本招股说明书摘要签署日，发行人曾经的关联方情况如下:

序号 关联方名称 关联关系
1 陈敏珊 曾经担任发行人董事，于 2019 年 8 月辞任
2 范榕斌 曾经担任发行人董事，于 2019 年 12 月辞任
3 陈勇 曾经担任发行人董事，于 2020 年 5 月辞任
4 王蓓蓓 曾经担任发行人董事，于 2020 年 12 月辞任

5 上海米糕投资管理合伙企业
（有限合伙） 曾直接持有发行人 5%以上的股权，于 2020 年 10 月退出

6 上海海栎创科技股份有限公司 发行人独立董事蒋守雷曾担任董事， 于 2021 年 12 月辞
任

7 河南旭诺基金管理有限公司
发行人间接持股 5%以上自然人股东李旭东曾通过上海
旭诺资产管理有限公司间接控制，并担任执行董事、总经
理，于 2019 年 9 月注销

8 南通德不孤汽车信息咨询有限公司 发行人董事吴华曾持有 100%的股权， 并担任执行董事，
于 2020 年 9 月注销

9 杭州陈康堂外用批发淘宝美妆店 发行人副总经理谢中泉曾担任负责人，于 2021 年 3 月注
销

10 中联云港数据科技股份有限公司 发行人独立董事孙晓伟曾担任独立董事，于 2022 年 4 月
辞任

11 南通格物电子科技有限公司
发行人持股 5%以上自然人股东陈佳宇之配偶曾持有
20%的股权，并担任执行董事、总经理，于 2022 年 12 月
注销

（四）报告期内关联交易情况
公司报告期内各项关联交易的具体情况如下：
1、经常性关联交易
（1）向关联方销售商品及提供服务
报告期内，发行人及其子公司向关联方销售商品或提供劳务的情况如下：

单位：万元

关联方
名称

交易
内容

2022年 1-6 月 2021年度 2020年度 2019年度

金额 占营业收
入比例 金额 占营业收

入比例 金额 占营业收
入比例 金额 占营业收

入比例
通富微
电子股
份有限
公司

测试分
选机及
备品备
件

3, 661.64 17.35% 10, 005.81 23.81% 5, 425.30 29.30% 698.85 9.76%

注：通富微电子股份有限公司包括通富微电子股份有限公司以及其直接或
间接控制的公司 TF�AMD�MICROELECTRONICS (PENANG)SDN.BHD.、南
通通富微电子有限公司、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有
限公司和苏州通富超威半导体有限公司，发行人向上述主体的销售金额按照合
并口径计算。

通富微电主要从事集成电路的封装测试业务，报告期内，发行人对其销售
测试分选机及备品备件。

①发行人对通富微电不存在依赖
A、全球半导体封装测试行业市场集中度较高，导致国内集成电路测设分

选设备制造行业客户集中度较高
全球半导体封装测试行业市场集中度相对较高，且近年来行业集中度仍然

呈现上升趋势。 2020 年度，全球前十大封装测试代工厂销售规模合计占全球市
场规模的比例达到 80%以上。

数据来源：芯思想研究院，观研报告网

数据来源：芯思想研究院
近年来，通富微电业务发展整体较好，市场占有率持续提高，2020 年度全

球市场份额达到 5.05%，已经成为全球第五大、中国第二大封装测试企业。
受半导体封测行业市场集中度较高的影响，集成电路测试分选设备制造行

业的客户集中度也相对较高。 根据发行人可比公司长川科技（300604.SZ）年度
报告，2018 年其前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为 79.34%，客户
集中度较高。 2019 年 7 月，长川科技通过发行股份购买资产完成了对新加坡集
成电路封装检测设备制造企业 Semiconductor�Technologies�&�Instruments�Pte�
Ltd（STI）的收购，使其合并报表前五大客户收入占比有所下降。 2019 年至 2021
年，其前五大客户收入占比分别为 40.28%、38.04%和 40.61%。

B、发行人具有独立的销售体系，客户数量持续增加
发行人一直积极拓展新客户，2019 年至 2021 年，发行人客户数量从 34 家

增至 73 家， 报告期各期对通富微电的销售收入占比分别为 9.76%、29.30%、
23.81%和 17.35%，比例均未超过 50%。发行人具有独立的销售体系，对通富微电
不存在依赖。

综上，发行人对通富微电销售收入占比较高主要原因系下游半导体封测行
业市场集中度较高，导致集成电路测试分选设备制造行业的客户集中度也相对
较高；发行人持续拓展新客户，2019 年至 2021 年客户数量从 34 家增至 73 家，
对通富微电的销售收入占比未超过 50%，发行人具有独立的销售体系，对通富
微电不存在依赖。

②通富微电占发行人销售收入比例的变化具有合理性
A、随着发行人持续拓展新客户，公司客户集中度有所下降
发行人一直积极拓展新客户，2019 年至 2021 年，公司客户数量从 34 家增

至 73 家， 呈现快速增长趋势， 公司向前五大客户销售收入合计占比分别为
63.65%、66.09%和 54.80%，2021 年客户集中度较 2019 年和 2020 年有所下降。

最近三年，公司向通富微电销售收入占比分别为 9.76%、29.30%和 23.81%，
2021 年比例较 2020 年有所下降。 因此，通富微电占发行人销售收入的比例与
发行人客户集中度整体变化趋势一致。

B、通富微电占发行人销售收入比例的变化与通富微电自身经营状况及生
产设备投资情况相匹配

报告期内，发行人对通富微电销售收入占发行人销售收入比例情况如下：
单位：万元

项目 2022年 1-6 月 2021年度 2020年度 2019年度
对通富微电销售收入 3, 661.64 10, 005.81 5, 425.30 698.85
发行人营业收入 21, 108.13 42, 019.39 18, 518.30 7, 158.83

占比 17.35% 23.81% 29.30% 9.76%

2019 年度，全球半导体行业景气度整体有所下降，通富微电净利润下滑，
向发行人采购测试分选机的数量较少；2020 年以来， 随着半导体行情逐步向
好，通富微电经营业绩大幅增加，亦逐步增加对发行人测试分选机的采购数量。

近五年全球半导体产业销售规模情况如下：

数据来源：世界半导体贸易统计协会（WSTS）、国际半导体产业协会(SEMI)
通富微电根据其自身经营状况、生产需求和发展规划进行设备采购，其对

发行人采购集成电路测试分选设备也遵循上述原则。
报告期内，通富微电的营业收入、净利润及固定资产投资情况如下：

单位：万元
项目

2022年 1-6 月 2021年度 2020年度 2019年度
金额 金额 变化率 金额 变化率 金额

营业收入 956, 715.76 1, 581, 223.28 46.84% 1, 076, 870.00 30.27% 826, 657.46
净利润 36, 854.14 96, 647.57 148.76% 38, 851.05 937.62% 3, 744.25

购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付

的现金
382, 232.73 640, 506.09 76.45% 362, 995.05 72.14% 210, 876.00

发行人对通富微电的销
售金额 3, 661.64 10, 005.81 84.43% 5, 425.30 676.32% 698.85

数据来源：通富微电相关数据来源于其年度报告和季度报告。
报告期各期， 发行人对通富微电的销售金额分别为 698.85 万元、5,425.30

万元、10,005.81 万元和 3,661.64 万元，2019 年至 2021 年发行人对通富微电的
销售金额与其经营业绩变化趋势一致。

2019 年度，全球半导体行业景气度整体有所下降，通富微电的净利润也出
现一定下滑，因此，通富微电减少了相关设备的采购，其向发行人采购了 10 套
测 试分 选设备 。 此外 ， 公司 当 年 新 增 了 AVAGO� TECHNOLOGIES�
(MALAYSIA)SDN�BHD、镇江矽佳测试技术有限公司等重要客户，导致发行人
对通富微电销售收入占比较低。

2020 年，全球半导体市场规模达到 4,404 亿美元，较 2019 年增长 7.41%。随
着半导体行业景气度上升，集成电路封装测试需求也随之增长，通富微电 2020
年度的营业收入和净利润均大幅上升，其对固定资产的投入也相应增加；同时
为提高市场占有率，其通过使用当年非公开发行股票募集的资金加速产能的扩
张，进一步增加了对生产设备的投入。 2020 年度通富微电购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付的现金较 2019 年度增长 72.14%，向发行人采购测试
分选设备的数量也随之增加到 56 套， 故发行人对其销售收入占比上升至
29.30%。

2021 年度全球半导体行业延续了快速增长态势，市场规模达到 5,559 亿美
元，增长率高达 26.23%。 随着通富微电经营业绩的大幅增长，以及其产能扩张
需求进一步提升，通富微电对生产设备的投入也持续增加。 2021 年度通富微电
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较 2020 年度增加 76.45%，
向发行人采购测试分选设备的数量也增加到 108 套，发行人对通富微电的销售
金额较 2020 年度也大幅上升。 由于发行人客户数量由 2020 年的 46 家增加到
2021 年的 73 家，客户集中度明显下降，故通富微电占发行人销售收入比例较
2020 年度有所下降。

因此，2019 年至 2021 年， 发行人对通富微电的销售金额变化趋势与通富
微电的经营状况、固定资产投资规模变动趋势及其自身生产经营计划相符。

综上，2019 年至 2021 年发行人客户数量持续增加，2021 年度客户集中度
有所下降，通富微电占发行人销售收入的比例与发行人客户集中度变化趋势一
致；同时，发行人对通富微电的销售金额与通富微电的经营状况、固定资产投资
规模变动趋势及其自身生产经营计划相符。 因此，通富微电占发行人销售收入
比例的变化具有合理性。

③发行人与通富微电的交易具有可持续性
通富微电主要从事集成电路的封装测试业务，作为全球知名的封装测试企

业，其向发行人采购测试分选机及备品备件，是基于其主营业务需要，具有可持
续性。

通富微电作为全球前五大封装测试企业之一， 具有较强的全球市场竞争
力。在国内集成电路产业快速发展、封装测试市场需求持续增长的大背景下，国
内封测企业对高性价比的国产测试机、测试分选机产品存在较大需求。 2020 年
以来，国内四大封测厂商长电科技、通富微电、华天科技及晶方科技均推出再融
资方案，计划新建封测生产线，进一步提升自身产能。 其中，通富微电 2020 年
11 月通过非公开发行股票募集资金超过 30 亿元，投资于“集成电路封装测试
二期工程”、“车载品智能封装测试中心建设”和“高性能中央处理器等集成电路
封装测试项目”；2021 年通富微电计划通过非公开发行股票募集资金 55 亿元，
投资于“存储器芯片封装测试生产线建设项目”、“5G 等新一代通信用产品封装
测试项目”和“功率器件封装测试扩产项目”等产能扩张项目，因此其未来仍然
存在较大的测试分选设备采购需求。

另一方面，发行人是国内知名的集成电路测试分选设备制造商，产品性能
优良， 在行业里树立了良好的品牌形象和市场地位。 公司产品在封装尺寸、
UPH、测试压力、Index�time、温度范围及稳定性、Jam�rate 等方面技术指标均达
到国际先进水平。目前，公司的集成电路测试分选机已获得国内外知名企业、高
等院校、 研究机构等认可。 报告期内， 公司与安靠（AMKOR）、 联合科技
（UTAC）、嘉盛（CARSEM）、博通（BROADCOM）等国际知名企业均实现合
作。

同时，在集成电路行业景气度逐渐上升、进口替代持续推进的背景下，半导
体封测行业产能出现了供不应求的局面。

综上，鉴于半导体行业整体处于稳步增长的发展态势，同时基于通富微电
的未来发展及稳步扩产计划，以及发行人优良的产品性能、良好的品牌形象和
市场地位，发行人与通富微电的交易具有可持续性。

④通富微电向其他供应商采购测试分选机的情况
报告期内，通富微电除向发行人采购测试分选机以外，还向日本爱普生、日

本爱德万、台湾鸿劲等厂商采购相关产品，其采购的测试分选机包括重力式、平
移式、转塔式等类型。

（下转 C6 版）

天津金海通半导体设备股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要


